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Przedmiotemm wynalazku jest kleiwo woskowe
przeznaczone do unieruchomiania elementéw na
uchwycie obrabiarki, na czas obrébki tych ele-
mentéw. Kleiwo wedlug wynalazku moze by¢é sto-
sowane w procesach dokladnego szlifowania i po-
lerowania elementéw optycznych, jednakze szcze-
gblnie korzystne jego zastosowanie jest w proce-
sach dokladnej obrobki mechaniczno-chemicznej
elementéw z materialéw pbélprzewodnikowych, jak
krzem, german; z ceramiki piezoelektrycznej czy
tez materialéw tlenkowych, ogélnie, z materiat6w
dla elektrcniki podlegajacych dokiadnej obrébcee
mechanicznio-chemiczne;j.

Jednakowa w swej zasadzie dla elementéw ze
szkla i z materialéw pOtprzewodnikowych kinema-
tyka dokladnego szlifowania, a zwlaszcza polero-
wania, wymaga zamocowania obrabianych przed-
miotéw na wprowadzanym w ruch cbrotowy
uchwycie obrabiarki. Dla plytek ptaskich, przy-
kladowo, uchwytem bedzie plaska metalowa tar-
cza nakrecana na wrzeciono szlifierki lub poler-
ki. Zamocowanie elementéw mna wuchwycie winno
by¢é ma tyle pewne, aby elementy nie zmieniaty
swej orientacji zaré6wno przed rozpoczeciem obréb-
ki, jak i pod wplywem warunk6éw obrébki. Z tych
wzgledéw materialy do mocowania nie mogg byé
plastyczne lub ciekle w podwyzszonych tempera-
turach; nie mogg byé réwniez aktywne wzgledem
przedmiotéw obrabianych.

Materialy stosowane do mocowania element6w
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optycznych opisane sa w ksiezce Z. Leguna: Te-
chnologia szkla optycznego; cze§é I Podstawowe
procesy produkcji i obr6ébki; Panstwowe Wydaw-
nictwa Techniczne, Warszawa 1955, str. 226—247.
Stanowig je: czysty wosk pszczeli, wosk pszczeli
mieszany z kalafonig oraz smoty do naklejania.

Czysty wosk pszczeli stosuje sie w tych przy-
padkach, gdy nie jest wymagana duza wytrzyma-
to§é mocowania, natomiast pozadana jest latwosdé
stosowania przy nieznacznym ‘nagrzaniu. Czysty
wcesk pszezeli nie moze shuzyé do mocowania szty-
wnego; ma on réwniez matg wytrzymalo§¢é mecha-
niczng. Dodana do wosku pszczelego kalafonia
zwieksza trwalo§é i wytrzymalo§é mechaniczng
kleiwa. Im wiecej kalafonii zawiera kompozycja,
tym- sztywniejsze bedzie polgczenie; jednak réwno-
cze§nie podwyzsza sie temperature topnienia kle-
iwa. Poza tym kalafonia pozbawia wosk plastycz-
no§ci i sprzyja znieksztalcaniu naklejanych ele-
mentéw, zwlaszcza, jezeli sg one za cienkie w sto- -
sunku do S$rednicy lub dlugo$ci, a takie wtasnie
elementy wystepuja jako materiaty dla elektroniki.
Przykladem moga tu byé plytki krzemu lub ger-
manu, ktére przy S$rednicy rzedu 50 czy nawet
76 milimetr6w majg grubo§¢ mniejsza niz 400 mi-
krometrow. )

Znanymi do zamocowywania element6w mate-
rialami s3 réwniez smoly do naklejania. Wedlug
Z. Leguna (op. cit.) do naklejania za pomoca gru-
bej warstwy stosuje sie smole, w sklad ktérej
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wchodzi kalafonia, pak drzewny lub olej mine-
raly jako plastyfikatory oraz napelniacz. Jako ma-
pelniacze uzywa sie drobny proszek substancji obo-
jetnej wobec smoty i szkia, przykladowo talk, tle-
nek zelaza, kirede, gips itp. Inny znany nodzaj smoly
do niaklejania zawiera wagowo: pak drzewny wilosci
35—50%,, lak w ilosci 43—60%, oraz mase kablo-
wa w iloéci 10—14%. Znana jest takze smola do
naklejania soczewek przy centrowaniu charakte-
ryzujgca sie wiekszg wytrzymatoécig i sztywnoscia,
a jednoczefnie bedaca plastyczng w stanie podgrza-
nym. Smola ta sklada sie wagowo: z paku drze-
-wanego w-:ilogei 50%, kalafonii w ilosci 25% i szela-
ku w ilosci :25%: & |

' Jak stwierdzono ;pny obrébce elementébw szkla-
nych, wszystkie smoly do naklejania przyklejone
na goraco- do elementu obrabianego kurczg sie po
ochlodzeniu w' stopniu wiekszym niz szklo. Z tego
powodu powierzchnia elementéw znieksztalca sie
i to w stopniu tym wiekszym, im twardsza jest
smota oraz im slabszy jest element szklany! tj. im
mmiejszy jest wspbtezynnik sztywnos$ci obliczony
jeko stosunek grubo$ci elementu do jego Srednicy
lub maksymalnej dlugosci. Odksztalcenia wywo-
tane skurczem smoly wplywaja zasadniczo na do-
kladno§é wykonania, poniewaz po odklejeniu ele-
mentu od uchwytu naprezenia ustepuja, za§ oswo-
bodzony element wykazuje woOwczas deformacje
powierzchni wprowadzone obrébky. Korygowanie
powstajacych bledéw w czasie obrébki nie jest
z kolei mozliwe do przeprowadzenia z powodu nie-
regularno$ci odksztalcenn. Z tych wzgledéw przy
cbrébce elementéw szklanych nalezy dobieraé twar-
doé¢ smoty odpowiednio. do szytwno$ci elementu.
Twardoé¢ smoty do mnaklejania reguluje sie za-
wartoscig' plastyfikatora, ktébrym w wymienionych
wyzej skladach najczeSciej jest pak drzewny lub
olej mineralny.

Rozw6j przemyslu elektronicznego spowodowat
zapotrzebowanie na masowsg ale jednoczesnie do-
kladna cbrobke elementéw przez szlifowanie i po-
lerowanie. Realizacja tych potrzeb mnastepowala
przez przenoszenie do przemystu elektronicznego
srodkéw technicznych stosowanych dotychczas
z powodzeniem w przemyéle optycznym. Z uwagi
jednak ma rézne wlasno$ci szkla i materiat6w pél-
przewodnikowych, istnieja rbéinice w sposobach
obrébki tych materialébw mimo dugej analogii ki-
nematyki ruchu. RéZne wigc s3 przede wszystkim
§rodki polerskie, za§ proces polerowama materia-
16w pélprzewodnikowych. jest procesem mecha-
mczno-chem1mym prowadzonym - w $rodowisku
silnie agresywnym i w temperaturach rzedu 40°C
i wxem:rch Fakt ten oraz bardzo mala — rzedu
400 mikrometréw — grubo§é elementéw obrabia-
nych, stawiajg ostrzejs;g wymagania w stosunku
do uzywanych kle:w

Z materiatéw do naklejania uiywanych W prze-
mysle optycznym, przy obrébee mechaniczno-che-
micznej elementéw z materialéw péiprzewodniko-
wych uzyteczng okazala sie byé jedynie kompo-
zycja wosku pszczelego z kalafonia. Stosowanie jej
jest jednak produkcyjnie klopotliwe, bowiem wy-
maga bardzo starannego dobierania proporcji obu
skladniké6w dla zapobiezenia madmiernemu znie-
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" ksztatcaniu obrabianych elementéw. Utrudnia to

znacznie zachowanie produkcyjnej powtarzalnosci
kompozycji o raz ckre§lonych whasciwosciach.

Znane jest réwniez stosowanie, jako materialu do
naklejania elementéw . péiprzewodnikowych, ma-
kroparafiny, charakteryzujacej sie stosunkowo wy-
soka temperatura migkniecia. Stosowanie makro-
parafiny jest jednak do§¢ ograniczone ze wzgledu
na sporg réinice températurowa miedzy mieknie-
ciem a plynnoécia; poza tym nie ma ona zbyt
dobrej przyczepnofci. . .

Celem wynalazku Jest opracowanie kleiwa wos-
kowego przeznaczonege - zwlaszcza dla potrzeb
przemystu elektronicznego. Kleiwo takie powinno
charakteryzcwaé sie nastepujacymi whasnodciami:
wysoka czystocia przy. catkowitym “wyeliminowa-
niu zanieczyszczefi mechanicznych; malg rozpietos-
cig temperaturowa miedzy mieknieciem i plyn-
noScia; ,mozliwoécig uzyskania réwnej i [bardzo
cienkiej, rwedu 2 mikrometréw, warstwy klejacej
migdzy podiozem a materiatem przyklejanym w
temperaturze zblizomej do temperatury plyniecia;
dcbrag mozpuszczalnio$cig kleiwa w mozpuszcezalnikach
organicznych, - jak tr6jchloroetylen czy tréjchloro-
etan, a takze mozliwoSciag regulowania temperatury
plyniecia przez iloSciowe zmiany skladnikéw kle-
iwa — w zaleznoéci od rodzaju i geomeirii przykle-
janych elemenit6éw.

Istota wynalazku jest dobér skladnikéw kleiwa
wioskowego, ktére dzieki swym whasciwosciom wy-
wieraja wpltyw na jega®jakiosé, ratwosé manoszenia i

" trwabo$é utrzymywania naklejonych elementéw na

‘uchwyt. .

. Podstawowymi skladnikami kleiwa woskowego
wedlug wynalazku sg niektére skladniki z wosku
montanowego oraz kalafonia balsamiczna, ktérej
ilo§¢ w Kkleiwie woskowym determinuje tempera-
ture jego miekniecia i ptynnosci.

Skiad wosku montanowego w ogbélnych podzia-
lach procentowych przedstawia sie nastepujaco:
estry. kwasé6w woskowych 53%, estry alkoholi i
wyzszych kwaséw alifatycznych 15—820, wolne
kwasy woskowe 17%, wolne alkohole 1—2%, ke-
tony 3—6%, zywice 6,5—13%, estry hydrooksy-
kwaséw zawierajace siatke 4—5%, zywice zawiéra-
jace siarke 6,5—8%, asfalty 3% oraz niewielkie
iloSci nie zdefiniowanych substancji nie ulegaja-
cych zmydleniu. Jednym z gléwnych kwaséw wy-
stepujgcych w surowym wosku jest kwas monta-
nowy CgunHiOOOH. Zgodnie z wynalazkiem od-
powiednie sktadniki kleiwa stanowia produkt
uszlachetniony. W wyniku chemicznej przerébki
surowego wosku montanowego, kt6ra polega ko-
lejno na: wstepnej rafinacji, odzywiczeniu, wtér-
nej rafinacji, — wutlenianiu, estryfikacji kwas6w
woskowych glikolem etylowym oraz czeSciowym

" zobojetnieniu wolnych kwaséw ttuszezowych i wo-

skowych wodorotlenkiem wapnia Ca(OH)s Proce-
sy rafinacji powodujg zwiekszenie ilo§¢i wolnych
kwaséw na skutek rozlozenia estréw oraz utlenie- .
nia uwolnionych z nich alkoholi do kwaséw karbo-
ksylowych. Tak przygotowany surowy wosk mon-
tanowy staje sie surowcem bazowym dla kleiw
woskowych stosowanych w przemy$le elektronicz-
nym.

\
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Nastepnym sktadnikiem niezbednym dla uzy-
skania kleiwa woskowego zgodnie z wynalazkiem
jest kalafonia naturalna, szczegblnie kalafonia bal-
samiczna, wyr6zniajgca sie wysoka czystoScig i lat-
woscig 1gczenia sie ze skladnikami woskowymi.
Ze skladnikéw woskowych szczegblnie dwa maja
wplyw na jako§é Kkleiwa wytwarzanego zgodnie
z wynalazkiem. Sg to estry alkoholi i wyzszych
kwaséw alifatycznych oraz wolne kwasy wosko-
we. Majg one bezpo$redni wplyw mna jako§é wy-
tworzonego kleiwa, szczeg6lnie na sile adhezji kle-
iwa do podloza .i obrabianego elementu.

W sklad kleiwa zgodnie z wynalazkiem wchodzi
wagowo 42,4—50,4%, estr6w kwasu montanowego,
24,0—28,5%, alkoholi i wyzszych kwas6éw alifatycz-
nych, 13,6—16,1% wolnych kwas6w woskowych
oraz 5—20%, kalaforrii balsamicznej.

W zaleznosci od wlasciwo$ci obrabianego mate-
rialu péiprzewodnikowego czy i-nmego stosowanego
w elektronice, stosuje sie kleiwa woskowe o do-
branych do tych materialéw temperaturach miek-
niecia 1 ptynncéci, co reguluje sie iloScig kalafonii
balsamicznej. Dla uzyskania temperatury  plynie-
cia +50°C stosuje sie kleiwo o zawartofci 209,

- wagowych kalafonii balsamicznej. Przy tej tem-

peraturze plyniecia, temperatura robocza kleiwa
nie przekracza 40°C. W innych przypadkach, gdy
' konieczna jest dla proceséw obrébezych tempera-

tura robocza 65°C, stosuje sie kleiwo o zawartosci -

wagowo 5%, kalafonii balsamicznej.

Kleiwo woskowe wedlug wynalazku ma zasto-
sowanie przede wszystkim w przemysle elektro-
nicznym do obrébki takich materiatéw, jak krzem,
german, arsenek galu, fosforek galu, ceramika
czy tez materialy tlenkowe. Kleiwo wedhlg wy-
salazku mozna jednak z réwnym powodzeniem
stosowaé takie do obrobki elementéw optycznych.

Przyktad. Dobé6r skladnikéw kleiwa wosko-
wego zgodnie z wynalazkiem, przykladowo, w sto-
sunku wagowym jest nastepujacy:
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— estry kwasu montanowego 48%,
— estry alkoholi i wyzszych kwaséw alifatycz-

nych 27%,
— wolne kwasy woskowe 159,
— kalafonia balsamiczna 10%,

Kleiwo wedlug wynalazku wykonywane jest
przez wagowe dozowanie procentowo okre§lonych
wielko§ci masy Kkleiwa i dzialania technologicznie
niezbedne dla ujednorodnienia masy, a wiec obréb-
ke termiczng i mechaniezne mieszanie.

Procentowo okre§lone skiadniki umieszcza sie
razem w naczyniu ze stali kwasoodpornej i ogrze-
wa celem doprowadzenia wsadu do postaci plyn-

_nej. Plynng mase miesza sie mechanicznie w cza~

sie 30—60 sekund, po czym poddaje sie ci$nienio-
wej filtracji w temperaturze wyzszej od tempera-
tury topnienia o 5—10°C. Dla przykladowego ze-
stawu masy temperatura ta wynosi 80—85°C. Prze-
filtrowang mase wlewa si¢ w metalowe formy ce-
lem uzyskania ksztaltek wygodnych dla przecho-
wywania. Tak przygotowane kleiwo woskowe pa-
kuje sie¢ w material uniemozliwiajacy jego zanie-
czyszezenie i woéwezas moze byé ono przechowy-
wane przez dlugi czas, nie tracgc wilasnos$ci apli-
kacyjnych.

Y

Zastrzezenie patentowe

Kleiwo woskowe, stuzace do unieruchomienia ele-
mentéw na uchwycie obrabiarki na czas obrébki
tych elementéw, przeznaczone zwlaszcza do sto-
sowania w procesach dokladnego szlifowania i po-
lerowania elementéw z materialéw dla elektroni-
ki, znamienne tym, ze w sktad masy kleiwa wichodzg
w procentowym udziale wagowym estry kwasu
montanowego w ilofci 424—50,4%, estry alkoholi
i wyzszych kwaséw alifatycznych w  iloSci
24,0—28,5%, wolne kwasy. woskowe w iloSci
13,6—16,1%, oraz kalafonia balsamiczna w ilo$ci
5—20%.
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